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Abstract (en)
Hardenable copper alloy comprises (in wt.%) 1.2-2.7 cobalt, 0.3-0.7 beryllium, 0.01-0.5 zirconium, 0.005-0.2 magnesium and/or iron, optionally up to
maximum 0.15 niobium, tantalum, vanadium, hafnium, chromium, manganese, titanium and/or cerium, and a balance of copper. Preferred Features:
The copper alloy contains (in wt.%) 1.8-2.4 cobalt, 0.45-0.65 beryllium, 0.15-0.3 zirconium, up to 0.05 magnesium, up to 0.1 iron and a balance of
copper. Up to 80% of the cobalt content is replaced by nickel.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine aushéartbare Kupferlegierung aus 1,2 % bis 2,7 % Kobalt, welches teilweise durch Nickel ersetzbar ist, 0,3 % bis 0,7
% Beryllium, 0,01 % bis 0,5 % Zirkonium, wahlweise 0,005 % bis 0,1 % Magnesium und/oder Eisen und gegebenenfalls bis zu maximal 0,15 %
mindestens eines Elements aus der Niob, Tantal, Vanadium, Hafnium Chrom, Mangan, Titan und Cer umfassenden Gruppe. Der Rest bildet Kupfer
einschlieBlich herstellungsbedingter Verunreinigungen und Ublicher Verarbeitungszusatze. Diese Kupferlegierung dient als Werkstoff zur Herstellung
von Formbldcken fur die Seitendamme von BandgieBanlagen.
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